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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -
DESIGN AND USE -

Part 7: Electronic component zero orientation
for CAD library construction
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International Standard IEC 61188-7 has been prepared by IEC technical committee 91:

Electronics assembly technology.

This bilingual version, published in 2009-10 corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

91/854/FDIS

91/866/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.
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The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61188 series, under the general title Printed boards and printed
board assemblies — Design and use, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* with@rawn,
* replaced by a revised edition, or
*+ amepded.

The con

IMPOR1 is publication indicates
that it ¢ he correct understanding
of its contents. Users should therefo i i using a colour printer.
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INTRODUCTION

One of the factors of establishing a CAD library component description and land pattern
standard is to adopt a fixed zero component orientation so that all CAD images are built with
the same rotation for the purpose of assembly machine automation.

The land pattern standards clearly define all the properties necessary for standardization and
acceptability of a one world CAD library. The main objective in defining a one world CAD
library is to achieve the highest level of electronic product development automation. This
encompasses all the processes involved from engineering to PCB layout to fabrication,
assembly and test. The data format standards need this type of consistency in order to meet
the efficiency that electronic data transfer can bring to the industry.

Many |3 unique
standar@ls for their own electronic product development automatio rds are
propriet i . This has
resulted in massive duplication of effort costing the industry piil in waste
and cregting industry chaos and global non-standardization.

The indlustry associations responsible for compone sCripti 2 nd reel
orientatlon have tried valiantly to influence the industry b rds that
describ¢ the component outlines and how they should b i i stem to
the equjpment on the manufacturing flgor. Suppli d to the
recommendations or have misunderstood the i different
orientat{ons.

The Land pattern standards (IEC 611 88-5-4,
IEC 61188-5-5, IEC 61188- tllectual
property and introduce a world lectronic
product|development automation. The dataformat standards (IPC-2581 and IEC 6118p-2) are
an open database XML seftware codethat'i utral to all the various CAD ASCII formats. For

true maghine automation to exist, th sperately needs a neutral CAD databasé¢ format
that all PCB matur'ng machines-ca

The majin purposg o ating\the land pattern standards is to achieve reliable solder joint
formatign platforms; or_developing the data transfer structure is to impirove the
efficieng i i i g intelligence is converted to manufacturing reality. Even if the
neutral C i aJl'the manufacturing machines, it would be meaningles$ unless

the co ent description standard for CAD land patterns was implemented with some
consistg

The obyious choice for global standardization for EE hardware engineering, PCB| design
layout, manufacturing, assembly and testing processes is to incorporate the standgrd land
pattern conventions. Any other option continues the confusion and additional manual hours of
intervention in order to achieve the goals of automation. In addition, the ease of having one
system export a file so that another system can accomplish the work may require
unnecessary manipulation of the neutral format in order to meet the object of clear,
unambiguous software code.

The design of any assembly will continue to permit arrangement and orientation of
components at any orientation consistent with design standards. Starting from a commonly
understood data capture concept will benefit the entire supply chain.

This standard defines angle and origin point of land-pattern for land-pattern designing.
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PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -
DESIGN AND USE -

Part 7: Electronic component zero orientation
for CAD library construction

1 Scope

This part of IEC 61188 establishes a consistent technique for the descripti ectronic
componjent orientation, and their land pattern geometries. This facilit rages a
commo trading
partnerg.

2 Noi

The foll cument.
For datg t edition
of the rg

IEC 611 hta and
transferi

IEC 611 art 5-1:
Attachm

IEC 611 art 5-2:
Attachm

IEC 611 art 5-3:
Attachni

IEC 611 art 5-4:
Attachm

IEC 611 art 5-5:
Attachment (land#joint) considerations — Components with gull-wing leads on four side§

IEC 61188‘5'6, Pll’lltUd bUal do alld [Jll’lltb'd bUald GOOUIIIbIII.C'O - DUOI’yH Cllld ustc = ral’t 5'6
Attachment (land/joint) considerations — Chip carriers with J-leads on four sides

IEC 61188-5-8, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Part 5-8:
Attachment (land/joint) considerations — Area array components (BGA, FBGA, CGA, LGA)
(available in English only)

3 Basic rules

3.1 Common rules

Common rules are divided into two groups; level A and level B. The main difference between
the rules is the original orientation within the CAD system library. This orientation may be any
version that the designers finds useful including his own version, however when the
information is transferred to an assembler the orientation shall be properly defined without
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ambiguity or shall be corrected in order that any variation between the different systems are
properly matched. This conversion of the CAD data to manufacturing information may include
the datum of the board, fabrication panel or assembly array panel and will have the proper
orientation of all components on the board no matter what library was used as the original
input.

3.2 General basic rules

The following basic rules apply.

e Components and land-patterns are drawn in top view.

e The component point of origin is shown by + or x.

e Thelorigin point of land-patterns may be different from the origin point(of the lacement.

e A cifcumscribing rectangle which contains the component body (in top
view) should be a part of the library component description. This %urtyard
that| provides a minimum electrical and physical clearance e land
pattern. The point of origin of the description should match nd land
pattern.

e Thelarrangement of land-patterns is fixed uniforml nd the ghape of
comjponents and is described in IEC 61188-5-1 . The infgrmation
for the land-patterns is independent from the @angfeyin the 'component delivery| system
(tapg , J). i i ¢ ern or component description
shal 3 ' t. If other descriptions are
use , (exg. f emitter, collector, gtc.) the
libr i i i

e The b of the
com

e The , . i ectangle descrlpt|ons shaII be identical
in th ibr i : ipates. It
is re nent is
p03||t|oned op of the
comlponent be for level
A orllevel B desc

3.3 L

For leve

e For C be left
orie ated 'n the basic rules, however, pin one shall be Iocated at the Yipper or
uppée

3.4 Level B basic rules

For level B the following basic rule applies.

e For level B type component descriptions for multiple leaded parts, pin one shall be left
oriented per the basic rules however, pin one shall be located at the left or lower-left
position.

3.5 File description definition

Since the basic rules allow two variations of levels in the description of the CAD system
library, it is a mandatory requirement to define which level was used (level A or Level B) for
the component descriptions in the data file. This information is a mandatory requirement in
the Header of any file that incorporates land patterns using these principles of zero-based
orientation. See Figure 1.
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Initial
primitive

0° orientation

Rotate counterclockwise

@ Mirror image

0000000 [Joooooo

[Joooooo

90 orientation

Rotate counterclockwise

180° orientation

0000000
[Joooooo

270° orientation

3.6 C

The ze ' of the
standar [ ith respect to a given PCB deS|gn Recognlzm that a
single I3
each c ; i « [ i i ir reels or that the
componient € in_trays, there exists the possibility that the PCB designer Igses the
ability t
method

Since the CAD I|brary contalns a smgle Iand pattern the zero component rotatlon is thus
defined "ace i F rrentty—componen can—tdentify the
orientation of the parts on the reels by assomatmg the placement of the part on the reel to
zero orientations defined in IEC 61188-7. If pin 1 is at the lower left as defined by the pick and
place machine tape and reel, for example, then the component on the reel is rotated 90°
counterclockwise from the zero rotation given in IEC 61188-7. Standardizing the orientation of
components for the installation and utilization of various packaging methods, such as tubes,
trays or tapes and reels, among the variations of automated assembly equipment existing
today is outside the scope of this document.

Table 1 through Table 7 show zero component rotations using the basic rules and rules for
level A and level B component descriptions.
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Table 1 — Discrete component land pattern conventions

Package type Component example Level A Level B

Chip capacitor

0B

Chip resistor

Chip indugtor

Molded capacitor

Molded diode

B

Molded n%\

Precision
wirewound

-8
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Table 2 — Diode and transistor land pattern conventions

Package type

Component example

Level A

Level B

Diode (MELF)

52

52

Resistor (MELE)

| 2

Aluminum
electrolyti
capacitor

SOT23-3

SOT23-5

SOT343
— |
- oa
v [N Il ¢ |
| = = |
S0T223 =
+ +
1
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Table 3 — Transistor and IC land pattern conventions

Package type

Component example

Level A

Level B

TO252 (DPAK) =3
1
SOIC, SJP, and _m -— '
SSOP - - A L)
[ ] [ ]
- 4 - 3
[ ] [ ] A
s E SN
- 0
A5 X
/\ N
TSSOP ~ \
el |
{ ]
X T
M~
N2 = TILOIL
[ ] [ ]
[ ] [ ]
- = S
[ ] [ ]
Square Q T T
Pin 1inc E E E
R — T

Rectangular QFP
Pin 1 in corner
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Table 4 — Integrated circuit packages land pattern conventions

Package Component Example Level A Level B
Type
Bump QFP i uaninn
Pin 1 in - - - -
corner = = E E
S + E|E + |2
s 7t
N Q\\
Bump QFP i LT
Pin 1 in {
middle — - -
= E‘\\= =
= + NS + =
= £ 2 =
(X TTITIIT
@2\ NASENY
RN /
) -
Ceramic flat
package :b: """"
Ni= = +
-
~— = Aannm
- -
CQFpP e LR
(ceramic - - - -
quad flat pund e — —
package) = = = —
e g
S S
square e e = =
-— -— -— -—
J leaded pum + — Pt pund
Pin 1 in ot pumnd pg 2 g
middle - - - -
-— -— -—— -—
“unnnT | = -
L
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Table 5 — Integrated circuit packages land pattern conventions

Package Component Example Level A Level B
Type
JLLILL i
rectangular - -
-— -—
J leaded - - - -
- -
Pin 1 in — — .
middle - + g B A Pt A -—
- - — —
- - — e
-— - _— .
- = | (et
LCC squdre ..'. '
Pin 1 in a
middle

L

Q

200000
\:§ '

QFN squd

@ (
Q/\

geeeee

e E

QFN
rectangul

@

:
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Table 6 — BGA land pattern conventions

Package Component example Level A Level B
type

BGA

square xXxx xXxx) eecoooe °
xXxx xXxx) eecoooe °
xXxx xXxx) eecoooe °
oo oo xXxx) eecoooe °
o000 eoeoe oooogpo °
o000 eoeoe eecoocee °
eoo0e eoeoe eecococee °
o000 eoeooe eecoocee °
2eco0s0c0ee FEN RN NN °
000000000 (oo\yo] °

Numeric designations
BGA b ; < 4 32 1 forhorizontal grid

REFJ%— ©06000JA

rectangular 00606000 |B Alpha s

000000 C\\mgw@mm_ 00000.
o0oo0000|D for vertical grid .
000000 ‘ (letters I, O, Q

000000
060000 and S not used)

-
e —
000000
000000

000000

000000 i
000000 TYP

A

60
00
oo

REF (s TvP

9,
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Table 7 — Resistor array and connector land pattern conventions

Package Component example Level A Level B

type

Resistor
array

[ W

S T -

SMT

connecto Pin

annannnannan

Table 8|provides a summary of the land

ttern_copnventions level A library concept

@

ention summary

Table §-< Level A nd%
AN

N\

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Level A[\s\ummry\—& Cof:m)o}s@\qarkingﬁ identifies pin 1 of land pattern

Chig capacitors, resistors ctors (RES, CAP and IND) — Pin 1 of land pattern on left
Molded Induct i and.fantalum capacitors (CAPT) — Pin 1 of land patterh on left

ision wire-woun

0T223, SOT89, SOT143, etc.) — Pin 1 of land pattern on uppef left

£
T

SmattottineHeadtSs{(S56H— of-tandpatternmofrupper-teft

Quad flat pack ICs (PQFP, SQFP) — Pin 1 of land pattern on upper left

Ceramic quad flat packs (CQFP) — Pin 1 of land pattern on upper left

Bumper quad flat pack ICs (BQFP Pin 1 center) — Pin 1 of land pattern on top center
Plastic leaded chip carriers (PLCC) — Pin 1 of land pattern on top center

Leadless chip carriers (LCC) — Pin 1 of land pattern on top center

Quad flat no-lead ICs (QFN) QFNS, QFNRV, QFNRH - Pin 1 of land pattern on upper left
Ball grid arrays (BGA) — Pin A1 of land pattern on upper left

Resistor array — Pin 1 of land pattern on upper left

SMT connector — Pin 1 of land pattern on upper left
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Table 9 provides a summary of the land pattern conventions for level B library concepts.

Table 9 — Level B land pattern convention summary

Level B summary — Component marking identifies pin 1 of land pattern

1)  Chip capacitors, resistors and inductors (RES, CAP and IND) — Pin 1 of land pattern on left

2) Molded inductors (INDM), resistors (RESM) and tantalum capacitors (CAPT) — Pin 1 of land pattern on left
3)  Precision wire-wound inductors (INDP) — Pin 1 of land pattern on left

4)  MELF diodes — Pin 1 of land pattern on left

5)  Aluminum electrolytic capacitors (CAPAE) — Pin 1 of land pattern on left

6) SOT|devices (SOT23, SOT23-5, SOT223, SOT89, SOT143, etc.) — Pin 1 of land

tern onNowen|left
7) TO2b2 & TO263 (DPAK Type) devices — Pin 1 of land pattern on lower left
8)  Smdll outline gullwing ICs (SOIC, SOP, TSOP, SSOP, TSSOP) — Pin 1 of land bt
9) Cergmic flat packs (CFP) — Pin 1 of land pattern on lower left
10) Smdll outline J lead ICs (SOJ) — Pin 1 of land pattern on lower }¢é
11) Quaf flat pack ICs (PQFP, SQFP) — Pin 1 of land pattern onfowe
12) Cergmic quad flat packs (CQFP) — Pin 1 of land pattern 6n lower le
13) Bunfper quad flat pack ICs (BQFP Pin 1 Center) — Pi
14) Plasftic leaded chip carriers (PLCC) —

15) Leadless chip carriers (LCC) —

16) Qual flat no-lead ICs (QFN) QFNS, QFNR

17) Ball|grid arrays (BGA) —
18) Resistor array — Pin 1 of |

19) SMT| connector — Pin {\of\l

4 Origin point;

4.1 General

Many vriations can)\exist e method used within CAD systems in order to dgvelop a
computg patterns. In addition, component suppliers use many different
delivery, providing the components to the machines used for inseftion or
attachmient. 2 an” attempt is made in this standard to establish a set of rules that

create l|brary ;unifarmijty, it is important for every assembly company to evaluate the[method
and relationship befween the component position by the CAD system and the component

suppliers—delivery-orientation-

4.2 Surface mount components

In general, the point of origin is defined as the central position (centroid) of the circumscribing
rectangle (courtyard) which is the most external rectangular surrounding the land pattern and
component body description. A variation of the basic rules might be required for such
components as connectors and components with moving parts. These shall meet the following
conditions.

a) In case of connectors with lock function, the point of origin is calculated on locked
position.

b) In case of components with moving part, the point of origin is calculated in the condition of
delivery.



https://iecnorm.com/api/?name=f120adf42555380b057c010c77535cf2

61188-7 © IEC:2009 -17 -

Figure 2 is an example of the point of origin of library symbols for connectors and moving part
switches.

If a part has a lead that protrudes from component body and is not physically attached to the
circuitry, it shall be included in the part outline even though that lead is not attached to the
board surface.

Condition
of delivery

ex. switch
IEC 833/09

y symbol examples

43 T

Through b of the
compon is used
as the ;f ponents
are sho n of the
terminal.

Figure point of

origin.

o o o -l—o ﬁ—g

IEC 834/09
Figure 3 — Through-hole components with terminal point of origin orientation
If a part has a lead that protrudes from component body, but is not to be connected to the

circuitry, it shall be included in the part outline even though that lead is not attached to a
through-hole in the board.
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5 Land pattern to foot print comparison

The land pattern, as viewed by the CAD system, represents the conductive pattern to which
the component is attached. It is viewed from the primary side of the printed board, facing the
designer. The primary side normally represents layer 1 of the component pattern for double-
sided and multi-layer boards. The secondary side land patterns are viewed looking through
the board. In order to have component orientation match the land pattern image, the library
condition views the component facing toward the board surface of the primary side.
Positioning a component on the secondary side requires taking the component in a mirror

image ¢

ondition and rotating it 180° to match the circuit configuration.

The definition of the total number of terminals is basically the number of contacts that the

component makes with the interconnecting system. Leads are normally

land p
surface

6 Components with one terminal

6.1 Sjurface mount components

When ¢
and thsg

componjent such as a tuning or adjustment feature,

When ¢
be reprs

the point of origin 3

When s

terns circumscribing the hole. Surface mount parts are no
mount land pattern of either the primary side or secondary side

bmponents may be circular or square, the point
ir figures are shown in Figure 4. If there i

©)

IEC 836/09

e 5 — Rectangular or oval one terminal component

is descr
compon

6.2 T

Ibed with the terminal on the upper left side. Ihe point of origin Is the cente

ent. See Figure 6.
ORMEE

Figure 6 — Surface mount components with one lead offset

IEC 837/09

hrough-hole leaded components

les with
to the
oard.

center of the ferminal
to the one ferminal
ified as the left hang side.

Figure 2 one terminal component
amponer@? C gular, and the terminal is in the center, thiey shall
psented i e~CAD_li vorizontal condition. The center of the comppnent is

Lirfface mount components have their single terminal not in the center, the component

r of the

Through-hole leaded components shall be configured in the CAD library with their leads facing
away from the component. The point of origin will be the single lead.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
CONCEPTION ET UTILISATION -

Partie 7: Orientation nulle des composants électroniques
pour I’élaboration d’une bibliotheque CAO

AVANT-PROPQOS

halisation
La CEl a

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
compgpsée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités pati
pour pbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les question >dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, t K Normes
Internptionales, des Spécifications Techniques, des Rapports Techniqug spécificati gsibles au
publid (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) CEI"). Leur e ati ée a des

comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére < SUj < iciper. Les
organ|sations internationales, : i la CEl,
particlpent également aux travaux. La CEI collabore étroite 3 satie onale de
Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord

Les dgcisions ou accords officiels de la CEl concernan i fRj S dans la
mesufle du possible, un accord international sur les sgjets\étudigs, /& d 5 ités Nationaux
intérepsés sont représentés dans chaque

Les ppiblications CEl se présentent sous la I agréées
commie telles par les Comités nationaux de in que la
CEl sfassure de l'exactitude du contenu étre tenue

respopsable de I'éventuelle mauvaise ufilisati ot elconque
utilisateur final.

Dans Je but d'encourager 1Y t a lappliquer
de fagon transparente, dan i : i i Bns leurs
normgs nationales et e onale ou
régiorlale correspondante doij

La CHI elle-mémé ne
fournigsent des (o
confomité de la C

certifitation indépenda

conformité. Des organismes de certification ind¢pendants
ité et, dans certains secteurs, accédent aux mgrques de
ble d'aucun des services effectués par les organjsmes de

Tous ils sont en possession de la derniére édition de cette publ|cation.
Aucur tre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mand s particuliers et les membres de ses comités d'études et deqd Comités

nation El, pur out préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de fout autre
dom ) e que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y cogmpris les
frais de justi at\les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI
ou de e’Pub 'cation de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'atteption’ _est atticé€ sur les références Normatives citées dans cette publication. L'utiligation de
publiciatiens référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication CEI peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61188-7 a été établie par le Comité d'Etudes 91 de la CEl:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

La présente version bilingue, publiée en 2009-10, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 91/854/FDIS et 91/866/RVD.

Le rapport de vote 91/866/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.
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La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CElI 61188, publiée sous le titre général Cartes
imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation, peut étre consultée sur le
site internet de la CElI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date du
résultat de la maintenance indiquée sur le site web de la CEl a l'adresse suivante:
"http://webstore.iec.ch", dans les données liées a la publication spécifique. A cette date, la
publication sera

* reconduite,
* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
«  amefdée. x %/
\{;\,}*

IMPORTANT - Le logo "colour inside” qui se trouve s e cette
publication indique qu'elle contient des couleurs ‘Etiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utili vraient, par consgquent,
imprimer cette publication en utilisant une impri
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INTRODUCTION

Une des raisons de I’établissement d’'une norme sur les zones de report et sur la description
des composants dans une bibliothéque CAO est de définir une orientation nulle fixe du
composant afin que toutes les images CAO soient créées avec la méme rotation dans le
cadre de 'automatisation des machines d’assemblage.

Les normes sur les zones de report définissent clairement toutes les propriétés nécessaires a
la normalisation et a I'acceptabilité d’'une bibliotheque CAO universelle. Le principal objectif
d’une telle bibliothéque CAO universelle est d’obtenir le niveau le plus élevé d’automatisation
du développement de produits électroniques. Cela englobe tous les processus impliqués,
c’est-a-dire I'ingénierie, la disposition de la carte a circuit imprimée (PCB), la fabrication, le
montag¢ et les essais. Les normes sur le format des données nécéssitent ce, fype de
cohérence afin de satisfaire a I'efficacité qu’apporte ce transfert de d ées_élegtrotiques a

I’industrje.

De nompreuses grandes entreprises ont consacré des millions pour créer gt mettre
en ceuvfe leurs propres normes destinées a I'automatisation du dé elop produits
électronliques propres a Ieur entreprise. Chaque entreprls e ietai rmes et
ne les > millions

d’heures
I’lhomog

de travail inutiles, mais aussi un vérij able
3néité des normes internationales.

et n'offre pas

nposants et de l'orientation
leur influence sur |lg monde
de l'industrie en établissant des normes. ive eontours des composants et la
e de distribution de composapts vers
les équlpements de l'aire de fabricatian. oufnisseurs de composants n'ont pas| adhéré
aux remmandatlons o] \ \pri j f de cette démarche et ont livfé leurs

Les normes sur ; -5-1, CEI 61188-5-2, CEI 61188-5-3,
CEl 61188-5-4, ' 35-6 et CEI 61188-5-8) mettent fin B cette
i intro pne norme internationale afin que chaque erjtreprise

du secteur S oniques puisse tirer profit de [I'automatisation du
développement d - i PC-2581
et CEl L ouverte
et neutle pa ) j . ’ isati futures
machings ] jlonnées
neutre pour la~CAQ<pauvant & i icati B circuit

L’établigsement de normes sur les zones de report sert pr|n0|palement a obtenir deqg plates-
formes de—fermation—de—joints—debrasurefiables—lastructure—detransfert-de—don ées est
développée pour améliorer IefflcaC|te de la converS|on de I'intelligence SC|ent|f|que en
fabrication concréte. Méme si le format CAO neutre peut étre utilisé sur toutes les machines
de fabrication, il n’a de sens que si la norme de description des composants pour les zones
de report en CAO est mise en ceuvre de maniére cohérente. L’orientation nulle des
composants électroniques joue un réle clé dans I'automatisation des machines.

Le choix logique pour une normalisation globale destinée a l'ingénierie des matériels pour
équipements électroniques, la disposition des cartes a circuit imprimé, la fabrication, le
montage et les processus d’essai, consiste a intégrer les conventions normales des zones de
report. Tout autre choix entretient la confusion et ne réduit pas les heures de travail
nécessaires pour atteindre les objectifs de l'automatisation. En outre, le fait d’avoir un
systeme qui exporte un fichier afin qu'un autre systéme puisse accomplir la tache, peut
engendrer des manipulations inutiles du format neutre pour rester conforme au code logiciel
clair et sans ambiguité.
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La conception de tout assemblage continuera a permettre de disposer et d'orienter les
composants suivant n'importe quelle orientation conforme aux normes de conception. Un
concept compréhensible de capture de données sera bénéfique a toute la chaine
d’approvisionnement.

La présente norme définit un angle et un point d’origine des zones de report pour la
conception des zones de report.

@%
S
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CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
CONCEPTION ET UTILISATION -

Partie 7: Orientation nulle des composants électroniques
pour I’élaboration d’une bibliothéque CAO

1 Domaine d’application

La présgnte partie de la CEIl 61188 établit une technique cohérente pour décrire I'ori

Les do¢tuments de référence suivants sont indispensables p application du
document. Pour Ies references datées, seule Ied| on S ¢ Pour les réf
£ refé y compris les é

CEI 61182-2, Printed board assembly pro y 'uring description data and
methodplogy — Part 2: Generic requiremments (d| NOR en anglais seulement)

CEI 61188-5-1, Cartes impri imées équipées — Conception et utili
Partie Stes-soudures — Prescriptions génériques
CEI 61188-5-2 nprimées équipées — Conception et utili
Partie tes-soudures — Composants discrets

CEI 61188-5-3 cartes imprimées équipées — Conception et utili
Partie aisons pistes-soudures — Composants a sorties er
mouetts

CEIl 61188

Partie ; sur les liaisons pistes-soudures — Composants a sorties ¢
deux cofés

entation
rt. Cela

2gs parmi

présent
grences
entuels

transfer

ilisation —

ilisation —

ilisation —

aile de

ilisation —

en J sur

sation —

CEIl 61188-5-5, Carfes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utili

Partie 5-5: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Composants a sorties en aile de

mouette sur quatre cotés?

CEI 61188-5-6, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation —
Partie 5-6: Considérations sur les liaisons pistes-soudures — Composants a sorties en J sur

quatre cétés

CEI 61188-5-8, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Part 5-8:
Attachment (land/joint) considerations — Area array components (BGA, FBGA, CGA, LGA)

(disponible en anglais seulement)

1T A paraitre.
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3 Reégles de base

31 Régles communes

Les régles communes sont divisées en deux groupes; le niveau A et le niveau B. La
principale différence entre les régles est I'orientation initiale dans la bibliothéque du systeme
CAO. Cette orientation peut étre n'importe quelle version jugée utile par les concepteurs, y
compris leur version personnelle, toutefois, lorsque les informations sont transférées a un
assembleur, I'orientation doit étre correctement définie et ne pas présenter d’ambiguité ou
elle doit étre corrigée afin que toutes les variations entre les différents systémes soient prises
en compte. Cette conversion des données CAO en informations de fabrication peut inclure les
données de la carte, du panneau de fabrlcatlon ou du panneau de réseau d’assemblage et
elle donprera—te—bonne—orientation—de—totus—tes—composants ; soit la

e Le pjoint d’origine des zones de report peut étre diffé pointd’efrigine de placément.
e |l convient qu’'un rectangle de confour contey omposant et les zpnes de
repart (vus de dessus) soit inclusdans. latdescfiptio posants de la bibligtheque.

Ce fectangle est la surface offran Spac ig physique minimum [pour le
F convient. que le point d’origine de la description

corrsponde a celui du composant et de-la zohe de report.
un|f meément par la classification et |a forme

e La 2 t
des [composants et elle décrite dans-les normes CEI 61188-5-1 & CEl 61188-5-8. Les
infojmations sur le c ont indépendantes de l'angle dans le $ystéme
d’approvisionnement de€s\¢ bandes, bacs, tubes, etc.). L'emplacement de la
broche 1 su‘z y a description du composant doit étre identique
quelle que soil/la dé oIa isation sur le composant. Si les données |sur les
com S S riptions (par exemple, la cathode, I'anode, |a base,

I'émg description de la bibliotheéque doit attribLer une
dési

e Llori i ant /doit étre telle que la broche 1 soit située a gauche de la
desdgripti

e Les omposants, des zones de report et des rectangles de |contour
doiv gues dans la bibliothéque informatisée avec chaque description |utilisant

les mémes coordonnées du point d’origine. |l est recommandé que le point d'origine
représente la fagon dont le composant est positionné sur le dessin final de la carte} qui est
normalement e cenire du corps du composant. Seule la rotation du composant doit étre
changée pour correspondre aux régles de descriptions du niveau A et du niveau B pour
les composants comportant plus de deux broches.

3.3 Reégle de base pour le niveau A

Pour le niveau A, la régle de base suivante s’applique.

e Pour les descriptions de composants de niveau A a plusieurs sorties, la broche 1 doit étre
orientée vers la gauche comme indiqué dans les régles de base, toutefois, la broche 1 doit
étre située en haut ou en haut a gauche.

3.4 Reégles de base pour le niveau B

Pour le niveau B, la régle de base suivante s’applique.
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e Pour les descriptions de composants a plusieurs sorties de niveau B, la broche 1 doit étre
orientée vers la gauche comme indiqué dans les régles de base, toutefois, la broche 1 doit
étre située a gauche ou en bas a gauche.

3.5 Définition de la description de fichier

Etant donné que les régles de base permettent deux variations de niveaux dans la description
de la bibliotheque du systéme CAOQ, il est d’'une exigence obligatoire de définir quel niveau a
été utilisé (Niveau A ou Niveau B) pour les descriptions de composants dans le fichier de
données. Ces informations constituent une exigence obligatoire dans I'en-téte de tout fichier
qui incorpore des zones de report utilisant ces principes d’orientation nulle. Voir Figure 1.

Fositon

initiale

Orientation nulle

Appliquer une rotation a

00040 0%
[Nlow0 00\

Orientation a 90°

Image symétrique

quér une rotation antihoraire

ﬂ Image symétrique

oooooo[] 0000000
0000000 oooooo[]

IEC 832/09

1 - Exemple de concepts d’orientation de Niveau A

3.6 drientations des composants

L’orientation nulle des composants exprimée dans la présente norme est définie selon la
bibliotheque CAO de composants normalisée pour un modele donné de carte a circuit
imprimé. Puisqu’une seule zone de report peut étre utilisée pour un méme composant fourni
par différents fournisseurs et étant donné que chaque fournisseur peut utiliser différentes
orientations sur ses bobines ou les composants peuvent étre livrés dans des bacs, il est
possible que le concepteur de la carte a circuit imprimé ne puisse plus référencer une seule
zone de report si la rotation nulle d’'une piéce est conforme a la méthode selon laquelle le
composant est distribué sur la machine d’assemblage.

Puisque la bibliotheque CAO contient une unique zone de report, la rotation nulle du
composant est donc définie conformément a la bibliotheque CAO. Les fournisseurs de
composants peuvent ainsi identifier I'orientation des piéces sur les bobines en associant le
placement d’une piéce sur la bobine aux orientations nulles définies dans la CEl 61188-7. Si
la broche 1 est située en bas a gauche comme cela est défini par exemple par la bande et la
bobine de la machine de placement, alors le composant sur la bobine subit par exemple une
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rotation de 90° dans le sens antihoraire par rapport a la rotation nulle donnée dans la
CEI 61188-7. La normalisation de [I'orientation des composants pour [linstallation et
I'utilisation de différentes méthodes d’emballage, par exemple les tubes, les bacs ou les
bandes et les bobines, parmi les différents équipements d’assemblage automatisés actuels,
ne fait pas partie du domaine d’application du présent document.

Les Tableaux 1 a 7 indiquent la rotation nulle des composants utilisant les regles de base et
les régles de descriptions des composants des niveaux A et B.

@%
S
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Tableau 1 — Conventions pour les zones de report des composants discrets

Type de boitier Exemple de composant Niveau A Niveau B

Condensateur
chipse

B-8 0B

Résistance chipse

Inductande chipse

Condensateur
moulé

Diode molulée

Inductande
moulée

Bobine de
précision
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Tableau 2 — Conventions pour les zones de report des diodes et des transistors

Type de boitier Exemple de composant Niveau A Niveau B

Diode (MELF)

-2 0B

Résistanfe

Condensateur \
électrolytique en

aluminium

+

S0T23-3

SOT23-5

SOT343

S0T223
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Tableau 3 — Conventions pour les zones de report

—-31-

des circuits intégrés et des transistors

Type de boitier Exemple de composant Niveau A Niveau B
TO252 (DPAK) =
3
.
Sg(I)CP SQP et _2 - '
- \n
-
2\9\\ L
&
7 6
TSSOP 2 T )
= +
=i ;
D
[ J
TNy
50! =° |= il
- -
- + - +
- -
- -
= |= aannn
- -
QFP carrb; I (TTTTTTTTH ]
broche 1 dans — = =
le coin - - —4 -
= - £ E - E
= o

QFP
rectangulaire,
broche 1 dans
le coin
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Tableau 4 — Conventions pour les zones de report des boitiers de circuits intégrés

Type de Exemple de composant Niveau A Niveau B
boitier
QFP surélevé,
broche 1 dans i aunnnm
le coin - - - -
S + E|E + g
i /\< \mmkum

\

QFP surdlevé,
broche 1lau
milieu

n miu}V Y%

/%

AN

IS

Boitier plpt - ""l"'
céramique -
- i
+ |-
- oenannn
- |
-
CQFP (b¢itier
CarP (byitier TIIINIIY T E
quadrang g = — =
L teennnenn
_Innnn_
PLCC carré
(QFJ) E E _"""lllll_
-— -
-— -—
Sortie en J - + - e ot
Broche 1 au g e - -
milieu - - ot + ot
- - = =
s = -
e
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Tableau 5 — Conventions pour les zones de report des boitiers de circuits intégrés

Type de boitier

Exemple de composant

Niveau A

Niveau B

PLCC
rectangulaire
(QFJ)

- -
- - -_— -—
sorties en J - - - -
— — - -
Broche 1 au - + - - + -
milieu - an - -
e — - -
- - ;\‘ —
= = | g
i \\
LCC carrg \u\\)...'
Broche 1 -
milieu : )
(] + -
[ -
- -
- -
seenie
QFN carrg ......
-
-
: g
-
-
geeenl
QFN
rectangu
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